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Die Erfindung betrifft ein Multichipmodul f Ur die LOC M „„/ 
zu des 5 e„ Hersteiinng gem3ss oberbegriff ^ Pat ™^ 

0 '. 

Bei der LOC-Montage- ,L0C stent fur „Leads-On-chip", von Halb 
^Jt-rchxp. „ird der einzeine Haibieiterchlp ^itte L eines 
Befestrgungsmittels (z.B, in For m eines doppelseitia 

Anschlussrahmen unterhalb der freien End.n M ° ntageart lm 

...,»,„ ™ ,« „, „ ~ ^~™;;:;- 

tigungstoieranzen bei der'Montaae L " dUrCh 

satz der einzele„e n n ■ ° nta9e ZU elnem "nerwunschten Ver- 
einzelenen chips untereinander ko™,en, der entspre- ■ 
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chende Ungenauigkeiten und Fehler vor allem beim nachfolgen- 
den Herstellen der Bpndverbindungen zur Folge hat.. Dies kann 
vor allem bei grossen Ghipflachen zu wirtschaf tlich nicht 
mehr vertretbaren Ausfallen im Montageprozess fuhren, wenn 
entsprechende Gehausetoleranzen uberschritten werden. Beim 
Herstellen der Bondverbindungen bei n. Chips in einem An- 
schlussrahmen sind ausserdem im allgemeinen auch n aufeinan- 
derfolgende Verbindungsschritte ( „Diebond-Schritte" ) erf or- 
derlich, was zu entsprechend langen Produktionszeiten fuhrt. 
Ferner konnen in solchen Fallen auch Probleme mit der Anbin- 
dung der einzelnen Chips in dem Anschlussrahmen auftreten, da 
die Chips je nach Anordnung der freien Enden der Anschluss- 
leitungen im Anschlussrahmen in der Regel nur einseitig ver- 
bunden und damit wahrend dieser Zeit mechanisch einseitig be- 
lastet werden. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, einerseits ein 
fur die LOC-Montage geeignetes Multichipmodul mit mehreren 
Halbleiterchips in einem Anschlussrahmen zu. schaffen, bei dem 
die Zahl der Ausfalle wahrend der Montage moglichst gering 
ist; ferner sollte auch die Montagezeit gegeniiber. herkommli- 
chen Montagemethoden verringert werden konnen,. und anderer- 
seits ein Verfahren zur Herstellung. eines solchen fur die 
LOC-Montage geeigneten Multichipmoduls ' anzugeben, das mog- 
lichst einfach und kostengunstig realisiert werden kann. 

Die erf indungs.gemafie Losung dieser Aufgabe wird in Bezug auf 
das- zu schaffende Multichipmodul durch die Merkmale des Pa- 
tentanspruchs 1 und in Bezug auf das anzugebende Verfahren 
durch die Merkmale des Patentanspruchs 11 wiedergegeben . Die 
ubrigen Patentanspruche (Anspruche 2 bis 10) enthalten vor- 
. teilhafte Aus- und Weiterbildungen des erf indungsgemaJien Mul- 
tichipmoduls. 

Der Kern der Erfindung besteht darin, die Waferscheibe so zu 
zerteilen (z.B. zu zersagen) , dass die fur die Montage in dem 
Anschlussrahmen vorgesehenen Halbleiterchips (oder zumindest 
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em Texl dieser Chips) auf einem gemeinsamen, zusammenhange 
den Ten der Waferscheibe verbleiben, der dann bei der LOC- 
Montage als ganzes in den Anschlussrahmen eingebracht wird 
AnschlieAend werden die Anschlussleitungen mit ihren freien 
• Enden, wie Ublich, an den vorgesehenen Ste.llen auf der Ober 
seite der Chips befestigt (z.B. geklebt) und danach mit den 
Anschlussflecken auf der Oberseite der Chips elektrisch ver- 
bunden (z.B. mittels Bonddrahtverbindungen). 

Ein wesentlicher Vorteil der erf indungsgemafien Losung ist 
hauptsachlich darin zu sehen, dass es keinen-sage- und/oder 
montagebedxngten Versatz zwischen den einzelnen Halbleiter- 
ch.ps gibt, der sich vor allem beim Bonden ungllnstig auswir- 
ken wtirde. Generell konnen hierdurch Montagetoleranzen (z B 
beim Einsetzen des Waf erscheibenteils mit den Chips in den " 
Anschlussrahmen) erheblich, wenn nicht sogar auf ein vernach 
lassigbares Mass vermindeirt werden. 

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass nur noch ein 
Bondvorgang pro Anschlussrahmen erforderlich ist, so dass 
auch die Montagezeiten erheblich verringert werden konnen. 

Durch die vorgegebene unveranderbare Anordnung der Chips un- 
tereinander auf dem gemeinsamen, zusammenhangenden Wafer- 
scheibenteil ist schliesslich die Befestigung ( Z . B . die Ver- 
klebung) der freien Enden der. Anschlussleitungen auf der 
Oberseite der Chips entsprechend einfach, schneil und genau 
(d.h. nut entsprechend reduzierten Toleranzen) durchfuhrbar . 

in einer vorteilhaf ten AusfUhrungs form des erf indungsgemSBen 
Mult 1C h ip moduls ist vorgesehen, dass die seitliche Kontur des 
gemeinsamen, zusammenhangenden Waferscheibenteils mit den da- 
rauf befindlichen Chips an die seitliche Kontur des An- 
schlussrahmens angepasst ist, z.B. dergestalt, dass die bei- 
den Konturen umlaufend uberall den gleichen oder zumindest 
annahernd den gleichen Abstand voneinander haben 
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«n dass auc h der 
l0 <^ d «tische seitliche Kontur aU fweist 96 ° d « 

Dies 1st vor alien, dann von Vorteil w e ™ h- 
j ^Anschlussrataen anzuordnendl £ " 

von 2 betragt, da dann in der Reae df 1 Vielfach « 
scheibe so angeordnet werd V d " Chrps auf der Wafer- 

5 der Scheibe, de^ den ^h! Teil 
-I!, ebenfalls . L ^^^f* 1 --; ™-ht „erden 
aufweist. "chteckfornuge Oder quadratische Kontur 

» l^TT^Zr Erfi — ~ -r riguien.naber er- 

chippaar auf P i nom „ • nem Halbleite.r- 

einem gemein5amen T ^ der Waferscheibe/ 

maJ3 Fig.l, - LIJ - Le icerchippaar ge - , 



Fig. 3 



Fig. 4 



eine zweite vorteilhafte Ausbildung des erfinH 
ma/5 Fig.l. Halb leiterch lp paar ge- 
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Fig.l zeigt einen Teil 1 einer Waferscheibe mit zwei neben- 
einander angeordneten rechteckf ormigen Halbleiterchips 11 und 
12, auf deren Oberseite eine Reihe von metallischen An- 
schlussf lecken 110 und 120 angeordnet sind. Dieser (fur beide 
Chips 11 und 12) gemeinsame, zusammenhangende Teil^l der Wa- 
ferscheibe kann z.B. durch Aussagen aus der Waferscheibe ent- 
nommen werden. 

In der Aus fuhrungs form des Multichipmoduls in Fig. 2 ist die- 
ser gemeinsame, zusammenhangende Teil 1 der Waferscheibe mit 
den beiden Chips 11 und 12 in einem Anschlussrahmen angeord- 
net, bei dem von zwei sich gegenuberliegenden Seiten An- 
schlussleitungen 2 herangefuhrt sind, die mit ihren freien 
Enden 2 0 iiber den Chips 11 und 12 in den Anschlussrahmen hin- 
einragen und jeweils mittels eines Streifens 30 eines doppel- 
seitig mit Thermoplastkleber beschichteten Polyimidtragerban- 
des 3 auf. die Oberseite des entsprechenden Chips 11 bzw. 12 
geklebt sind. In einem nachf olgenden Montageschritt, der hier 
nicht gezeigt ist, werden dann die freien Enden 20 der An- 
schlussleitungen 2 durch Bonden (z.B. mittels diinner Bond- 
drahte aus Gold) mit den Anschlussf lecken 110 bzw. 120 auf 
der Oberseite des jeweiligen Halbleiterchips 11 bzw. 12 elek- 
trisch verbunden. 

Die Aus fuhrungs form des Multichipmoduls in Fig. 3 unterschei- 
det sich von der Aus fuhrungs form des Moduls in Fig. 2 ledig- 
lich dadurch, dass zwei der Anschlussleitungen 2 mit ihren 
freien Enden 21 verlangert sind und mit entsprechend langen 
Klebestreifen 31 an beiden Chips 11 bzw. 12 festgeklebt sind, 
wobei die Enden 21 und der darunter befindliche Klebestreifen 
31 schwalbenschwanzformig aufgespalten sind. Die ubrigen Tei- 
le des Moduls in Fig. 2 stimmen mit den entsprechenden Teilen 
des Moduls in Fig.l tiberein und tragen deshalb auch die glei- 
chen Bezugszeichen wie in Fig . 1 / Bezuglich dieser fur beide 
Figuren gemeinsamen Teile wird deshalb auf die Beschreibung 
zu Fig.l verwiesen. 
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Der wesentliche Vorteil der Ausfuhrungsform des Moduls in 
Fig* 3 ist darin zu sehen, dass eine zusatzliche Stabilisie- 
rung des Waf erscheibenteils zum Leadf ramerahmen erreicht 
wird. 

Die Ausfuhrungsform des Multichipmoduls in Fig. 4 schliesslich 
unterscheidet sich von der Ausfuhrungsform des Moduls in Fig. 
3 lediglich dadurch, dass zusatzlich von den beiden bislang 
freien Seiten des Anschlussrahmens jeweils eine weitere An- 
schlussleitung 2 herangefuhrt ist, deren freies Ende 22 T- 
formig ausgebildet ist und entsprechend mittels eines T-for- 
mig ausgebildeten Klebestreif ens 32 auf der Oberseite von 
beiden Chips 11 bzw. 12 festgeklebt ist.. Die ubrigen Teile 
des Moduls in Fig. 4 stiramen mit den entsprechenden Teilen des 
Moduls in Fig. 3 uberein und tragen deshalb auch die gleichen 
Bezugszeichen wie in Fig.l und 2. Bezuglich dieser furalle 
drei Figuren gemeinsamen Teile wird deshalb auf die Beschrei- 
bung zu Fig.l und 2 verwieseii. 

Der wesentliche Vorteil der Ausf uehrungs form des Moduls in 
Fig. 4 ist darin zu sehen, dass eine weitere Stabilisierung 
des Waf erscheibenteils erreicht wird. 

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausftlhrungsbei- 
spiele beschrankt, sondern. vielmehr auf weitere tibertragbar. 

So ist es z.B. moglich, anstelle der rechteckf ormigen oder 
quadratischen seitlichen Konturen a) des gemeinsamen, zusam- 
menhangenden Teils 1 der Waf erscheibe mit den darauf befind- 
lichen Chips 11 bzw. 12 und/oder b) des Anschlussrahmens eine 
andere Kontur zu wahlen, die z.B. als Vieleck ausgebildet 
ist, das z.B. nur rechte .Winkel aufweist. Dies kann vor allem 
dann von Vorteil sein, wenn die Anzahl der zu montierenden 
Chips pro Anschlussrahmen kein Vielf aches vori 2 ist bzw. eine 
ungerade Zahl darstellt und/oder die Chips unterschiedliche 
Groflen aufweisen. Im Falle von drei Chips z.B. ware eine L- 
formige seitliche Kontur denkbar. Natiirlich konnen diese drei 
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Patent anspriiche 

1. Multichipmodul fur die LOC-Montage, bei welchem Modul meh- 
rere vor der LOC-Montage auf einer Waferscheibe angeordnete 
Halbleiterchips nebeneinander in einem Anschlussrahmen ange- 
ordnet sind, 

dad'urch gekennzeichnet, dass ein Teil 
der oder allein dem Anschlussrahmen angeordneten Halbleiter- 
chips (11, 12) auch nach der LOC-Montage des Moduls auf einem 
gemeinsamen, zusammenhangenden Teil (1) der Waferscheibe an- 
geordnet sind. 

2. Multichipmodul nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass dass die 
seitliche Kontur des gemeinsamen, zusammenhangenden Teils (1) 
der Waferscheibe mit den Halbleiterchips (11, 12) an die 
seitliche Kontur des Anschlussrahmens angepasst ist. 

3. Multichipmodul nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die seitli- 
che Kontur des gemeinsamen, zusammenhangenden Teils (1) der 
Waferscheibe mit den Halbleiterchips (11, 12) und die seitli- 
che Kontur des Anschlussrahmens umlaufend einen konstanten 
oder zumindest annahernd konstanten Abstand voneinander ha- 
ben . 

4. Multichipmodul nach einem der Anspruche 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die seitli- 
che Kontur des Anschlussrahmens und/oder des gemeinsamen, zu- 
sammenhangenden Teils (1) der Waferscheibe mit den Halblei- 
terchips (11, 12) eine rechteckige oder quadratische Form 
aufweist. 



5. Multichipmodul nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, das die Zahl der 
auf dem gemeinsamen, zusammenhangenden Teil (1) der Wafer- 
scheibe angeordneten Halbleiterchips 2n betragt mit n gleich 
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einer natiir lichen Zahl grosser oder gleich 1, vorzugsweise 
gleich 1 oder 2 oder 3 oder 4. 

6. Multichipmodul nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
.5 dadurch gekennzeichnet, dass der An- 

schlussrahmen mehrere seitlich in den Anschlussrahmen hinein- 
ragende Anschlussleitungen (2) aufweist, dass die Anschluss- 
leitunge.n (2) nach Abschluss der LOC -Montage an ihfen in den 
•Anschlussrahmen hineinragenden freien Enden (20; 20, 21; 20, 
10 21, 22) mit Hilfe von Bef estigungsmitteln (3) auf der Ober- 
seite der einzelnen Halbleiterchips (11, 12) befestigt und 
^ mit Hilfe von Bondverbindungen mit entsprechenden Anschluss- 
flecken (110, 120) auf der Oberseite der einzelnen Halblei- 
terchips (11, 12) elektrisch verbunden sind. 



7. Multichipmodul nach Anspruch 6, 



dadurch gekennze.ichnet, dass als Befe- 
stigungsmittel (3) doppelseitig mit Thermoplastkleber be- 
schichtete Tragerbander (30; 30, 31; 30, 31, 32), vorzugswei- 
20 se aus Polyimid, vorgesehen sind, die zwischen der Oberseite 
des entsprechenden Halbleiterchips (11, 12) und der Untersei- 
te der freien Enden (20; 20, 21; 20, 21, 22) der Anschluss- 
leitungen (2) angeordnet sind. 



8. Multichipmodul nach einem der Anspruche 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein ausge- 
wahlter Teil der freien Enden (21; 21, 22) der Anschlusslei- 
tungen (2) an. den Oberseiten von mindestens zwei Halbleiter- 
chips (li, 12) befestigt und/oder mit den Anschlussf lecken 

30 (110, 120) von mindestens zwei Halbleiterchips (11, 12) elek- 
trisch verbunden sind. 

9. Multichipmodul nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass die freien 
35 Enden des ausgewahlten Teils der freien Enden (21; 21, 22) 

der Anschlussleitungen (2) schwalbenschwanzf ormige (21) oder 
T-formige (22) Ver zweigungen aufweisen und dass diese Ver- 
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zweigungen jeweils an mindestens zwei Halbleiterchips (11, 
12) befestigt sind. 

10. Multichipmodul nach einem der Anspruche 6 bis 9, 
dadurch gekennz.eichnet, dass die freien 
Enden (20; 20, 2.1; 20, 21, 22) der Anschlussleitungen (2). in 
ihrer Anordnung im Anschlussrahmen eine Spiegel- oder Rota- 
tions-Syinmetrie aufweisen. 



11. Verfahren zur Herstellung eines Multichipmodul s fur die 
LOC -Montage nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei wel- 
chem Verfahren mehrere vor der LOC-Montage auf einer Wafer- 
scheibe angeordnete Halbleiterchips , nebeneinander in einem 
Anschlussrahmen angeordnet werden, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass die in dem 
Anschlussrahmen realisierte Anordnung der Halbleiterchips 
(11, 12) in dieser Form bereits auf der Waferscheibe reali- 
siert wird und dass der diese Anordnung der Halbleiterchips 
(11, 12) aufweisende Teil der Waferscheibe als gemeinsamer, 
zusammenhangender Teil (1) aus der Waferscheibe herausge- 
trennt und in dem Anschlussrahmen e'ingesetzt wird. 
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Zusammenf assung 

Multichipmodul fuer die LOC -Montage und Verfahren zu dessen 
Herstellung 

5 

Die Erfindung betrifft ein Multichipmodul fuer die LOC-Mon- 
tage, bei dem mehrere vor der LOC -Montage auf einer Wafer- 
scheibe angeordnete Halbleiterchips nebeneinander in einem 
Anschlussrahmen angeordnet sind, sowie ein Verfahren zu des- 
10 sen Herstellung. 

Urn die Zahl der Ausfalle wahrend der Montage moglichst gering 
zu halten und auch die Montagezeit gegenuber herkommlichen 
Montagemethoden verringern zu konnen, wird nach der Erfindung 
15 vorgeschlagen, dass ein Teil der oder alle in dem Anschluss- 
rahmen angeordneten Halbleiterchips auch nach der LOC-Montage 
des Moduls auf einem gemeinsamen, zusammenhangenden Teil der 
Waferscheibe angeordnet sind. 



Dies wird realisiert, indem "die. gewiinschte Anordnung der 
Chips im Anschlussrahmen bereits auf der Waferscheibe reali- 
siert wird und. ahschlieflend der diese Anordnung der Chips 
aufweisende Teil der Waferscheibe als gemeinsamer, zusammen- 
hangender Teil aus der Waferscheibe -herausgetrennt und in den 
Anschlussrahmen eingesetzt wird. 



FIGUR 1- 
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Bezugszeichenliste 



Teil einer Waferscheibe mit mindestehs zwei Halbleiter- 
chips 11, 12 

Anschlussleitungen eines Anschlussrahmens fur die LOC- 
Montage 

Befestigungsmittel 
Halbleiterchip 
Halbleiterchip 

freies Ende einer Anschlussleitung 2 

freies Ende einer Anschlussleitung ■ 2 mit schwalben- 
schwanzformiger Verzweigung 

freies Ende einer Anschlussleitung 2 mit T-formiger Ver- 
zweigung 

Befestigungsmittel 3 in Form eines thermoplastkleberbe- 
schichteten Tragerbandes 

Befestigungsmittel 3 in Form eines thermoplastkleberbe- 
schichteten Tragerbandes 

Befestigungsmittel 3 in Form eines thermoplastkleberbe- 
schichteten Tragerbandes 
110 Anschlussf lecken auf dem Halbleiterchip 11 
120 Anschlussf lecken auf dem Halbleiterchip 12 
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11 
12 
20 
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22 

30 

31 

32 



